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AMP MIS 2,5 mm AMP MIS 2.5 mm
(Metric Interconnect (Metric Interconnect
System) System)
Leiter-an-Leiterplatte- Wire-to-Board
Steckverbinder Connectors
Einleitung Introduction

Das AMP 2,5 mm MIS Steckver-
binder-System ist ein kompaktes
und robustes Leiter-an-Leiterplatte
Verbindungs-System, das Schneid-
klemm-Technik, Crimpausfihrung,
senkrechten Kabelabgang zur Lei-
terplatte und Einlétverbinder be-
inhaltet.

Das System hat eine eingebaute
Rast- und Polarisations-Funktion.

B Stiftleisten mit Pragung im L&t-
bereich fur einfache Leiterplat-
ten-Montage

B Hohe Funktionssicherheit durch
Isolationscrimp-Umfassung des
Leiters

B Radial gegurtete Stiftleisten fOr
automatisches Einsetzen in Lei-
terplatten

Technische Merkmale

Lieferbare Polzahlen 2-13 Betriebsstrom max. 3.5 A

Available Number of Positions Current Rating t

Raster Isolierungsdurchmesser

Centerline 2,5 mm Insulation Diameter 1,0-1.5 mm

Gehdusematerial Durchgangswiderstand

Housing Material PAG.6 Contact Resistance max. 20 mi}

Kontaktmaterial CuSn Isolationswiderstand min. 1.000 MQ

Contact Material Phosphor Bronze Insulation Resistance o n

Kontaktoberfliche vorverzinnt Steckkraft pro Kontakt 6 N max. 8

Contact Finish pre-tin plated Mating Force per Contact 6 N max. )
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Leiterplattendicke nominal 1.6 mm Ziehkraft pro Kontakt 2 N min. =

PC Board Thickness ! Unmating Force per Contact 2 N min. >
- . S . - . . ——— :

Leiterquerschnittsbereich AWG 24 (0,22 mm?) Entflammbarkeitseinstufung nach UL 94 V-0 8

Wire Size Range ' Flammability Rating according UL 94 V-0

Temperaturbereich o o AMP Produkt-Spezifikation . .

Temperature Range —25°C... +105°C AMP Product Specification 108-5385, 108-5421

Nennspannung AMP Verarbeitung-Spezifikation

Current Voltage max. 250 V AMP Application Specification 114-5174

‘erbindiich fiir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschiieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhaliten.
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All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.

The AMP 2.5 mm Metric Intercon-
nect System is a compact wire-
to-board connector system com-
prising Insulation Displacement
and Crimp Type receptacle con-
nectors, mating PC Board vertical
mount headers and MT AMP-IN
headers.

This system has built-in locking
and polarization features.

W Post provided with a kink to
retain header when mounted
onto the board

W High reliability through strain
relief crimping

B Radial tape-mounted headers
are compatible with high speed
automatic applications

Technical Features
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AMP MIS 2,5 mm Leiter-an-Leiterplatte-Steckverbinder AMP AMP MIS 2.5 mm Wire-to-Board Connectors

Federleisten Receptacle Assemblies
fiir Leiteranschiuf3 for Wire Insulation

in Schneidklemm-Technik Displacement Crimp
Material und Oberfliche Material and Finish
Gehause: Housing:

PA 6.6, nach UL 94 V-0, schwarz PA 6.6, UL 94 V-0 rated, blact
Kontakte: : - Contacts:

CuSn, vorverzinnt Phosphor bronze, pre-tin plated
Leiterquerschnittsbereich: Wire Size Range:

AWG 24 (0,22 mm?/7drahtig) AWG 24 (0.22 mm?/7-strands)
Andere Leiterquerschnitte auf Anfrage Other Wire Sizes upon request
Isolierungsdurchmesser: Insulation Diameter:

1,0-1,5 mm 1.0-1.5mm

Kammer Nr. 1/Circuit No. 1
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Amerikanische Projektion American Pro; - 2N
Polzahl Ab gen/D (mm) Bestell-Nummer Packungseinheit
No. of Positions A B Part Number Packaging Unit
N
2 7.5 2,5 177534-2 1.000
g 3 100 50 177534-3 1.000
o
(=] 4 12,5 7.5 177534-4 1.000 ‘
E 5 15.0 10,0 177534-5 1.000
g 6 175 12,5 177534-6 1.000
a 7 20,0 15,0 177534-7 500
g 8 225 17,5 177534-8 500
o 10 275 225 1-177534-0 500
13 350 30,0 1-177534-3 400
IR
Verarbeitungswerkzeug Application Tooling
Pneumatische Mini-Tischpresse: Air Mini Press:
Best.-Nr. 1-909190-3 Part No. 1-999190-3
Andere Werkzeuge und Maschinen auf Anfrage. Other tooling and machine systems upon request.
Verbindiich fur Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalte?
38-2 All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.
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AMP MIS 2,5 mm Leiter-an-Leiterplatte-Steckverbinder AM P AMP MIS 2.5 mm Wire-to-Board Connectors

AMP-IN Einlétverbinder AMP-IN Headers
fiir direkten for Wire and PC Board
Leiterplatten-Anschl ,

eiterpla schiuB Vertical Mount
Senkrechte Ausfiihrung

Material and Finish

Material und Oberfliche riat and Finis
Gehdause: Housing:
PA 6.6, nach UL 94 V-0, schwarz PA 6.6, UL 94 V-0 rated, biack
Kontakte: Contacts:
CuSn, vorverzinnt Phosphor bronze, pre-tin plated
Leiterquerschnittsbereich: Wire Size Range:
AWG 24 (0,22 mm?/7drahtig) AWG 24 (0.22 mm?/7-strands)
Isolierungsdurchmesser: Insulation Diameter:
1,0-1,5 mm 1.0-1.5mm

Kammer Nr. 1/Circuit No. 1
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Amerikanische Projektion American Projection

Leiterplatten-Lochbild - , @10 PC Board Layout
j} t 25
Polzahi A /Dimensions (mm) Besteli-Nummer Packungseinheit
No. of Positions A B Part Number Packaging Unit
2 7.5 25 179436-2 1.000
3 10,0 50 179436-3 1.000 s
4 125 7.5 179436-4 1.000 8
= 5 15,0 100 179436-5 500 ?_
6 17.5 125 170436-6 500 g
7 20,0 15,0 179436-7 500 3
- 8 225 17,5 179436-8 500 =
10 275 25 1-179436-0 . 250 o
13 35,0 30,0 1-179436-3 250
Verarbeitungswerkzeug Application Tooling
Pneumatische Mini-Tischpresse: Air Mini Press:
Best.-Nr. 1-909190-3 Part No. 1-909190-3
Andere Werkzeuge und Maschinen auf Anfrage. Other tooling and machine systems upon request.

/erbindlich fir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschliefllich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhaiten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications. 38-3




AMP MIS 2,5 mm Leiter-an-Leiterplatte-Steckverbinder AMP AMP MIS 2.5 mm Wire-to-Board Connectors

Stiftleisten Post Header Assemblies
fiir Leiterplatten-Anschiu for PC Board
Senkrechte Ausfiihrung Vertical Mount
(Runde Stifte) (Round Pins)
Material und Oberfidche Material and Finish
Stiftleistengehéuse: Header Housing:
PA 6.6, nach UL 94 V-0, PA 6.6, UL 94 V-0 rated,
naturfarben ’ natural
Stift: Post:
CuZn, vorverzinnt Brass, pre-tin plated
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Amerikanische Projektion American Projection

Leiterplatten-Lochbild PC Board Layout

0 1.00 Loch gestanzt

{%} {1}} ér} (li} / Punched Hole
25 00,95 Loch gebohrt
Dirilled Hole
(7] ‘
-g Ab gen/Dii ¢ Bestell-Nummer Bestell-Nummer i
8 Polzah'l. {mem) Part Number Packungseinheit Part Number Packungsein: "
= No. of Positions A B Einzelausfilhrung Packaging Unit Radial gegurtete Bandware Packaging U!
I<T) Loose-Piece Radial-Taped On-Reel
g 2 7.5 25 177537-2 1.000 177538-2 1.500
2 3 10,0 5.0 177537-3 1.000 177538-3 1.500
8 4 125 75 177537-4 1.000 177538-4 750
5 15,0 10.0 177537-5 1.000 177538-5 750
6 17.5 125 177537-6 1.000 177538-6 750
7 20,0 15.0 177537-7 1.000 177538-7 750
8 22,5 175 177537-8 500 177538-8 750
10 27,5 225 1-177537-0 500 - -
13 35.0 300 1-177537-3 500 - - |

Verbindlich fir Toleranzer der Abmessungen und techrische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen. die Sie auf Anfrage erhalten

38-4 All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.
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AMP MIS 2,5 mm Leiter-an-Leiterplatte-Steckverbinder AM P AMP MIS 2.5 mm Wire-to-Board Connectors
Stiftleisten Post Header Assemblies
fir Leiterplatten-Anschiuf3 for PC Board
Waagrechte Ausfiihrung Horizontal Mount
(Quadratische Stifte) (Square Pins)

Material und Oberflache Material and Finish
Stiftleistengehduse: Header Housing:

PA 6.6, nach UL 94 V-0, PA 6.6, UL 94 V-0 rated,
naturfarben natural

¢ Stift: Post:

CuZn, vorverzinnt Brass, pre-tin plated
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Amerikanische Projektion American Projection

Leiterplatten-Lochbild PC Board Layout

C 1.00 Loch gestanzt
Punched Hole

S

23

09.95 Loch gebohrt

Driled Hole
[7%2]
Abmessungen/Dimensions Bestell-Nummer 'g
Polzahl (mm) Part Number Packungseinheit =
ﬁ No. of Positions A R Einzelausfihrung Packaging Unit [da]
Loose-Piece ;
2 75 2.5 112412 1.000 g
3 10,0 5.0 11241-3 1.000 2
4 12, 75 41-4 1.000 Q
2,5 112 : Py
5 15,0 10,0 112415 1.000
8 175 12,5 11241-6 1.000
7 20,0 15,0 11241-7 1.000
8 22,5 17,5 11241-8 1.000
10 27,5 22,5 1-11241-0 500
13 35.0 30.0 1-11241-3 500

Verbindlich fur Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consuit AMP for latest design specifications. 38-5
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